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Titelbild: ITEQ Europe ist im Auftrag der ITEQ Corporation aus Taiwan, einem führenden Hersteller von CCL und PP, verant-
wortlich für den ganzen europäischen Markt. In Italien verfügt Iteq Europe über ein sehr gut ausgerüstetes und 
vollautomatisiertes Lager, in dem es Schnitt- und Lasermarkierungsdienstleistungen für CCL sowie Schnittdienst-
leistungen für PP anbietet.

www.iteqeurope.eu
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